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요 약

5G 상용화를시작한지약2년이경과한현시점에서의글로벌5G칩셋/모듈시장현황을분석하고, 이를바탕으로향후우리나라가중점적으로

대응해야 할 이슈에 대해 정책 제언을 하였다.

Ⅰ. 개요

2019년 4월 3일, 우리나라는세계최초로 5G 상용화를달성하였다.

바야흐로약 2년이경과한현재 5G 가입자수는 2021년 3월말기준으로

1,400만명[1]을넘어서국민다섯명중한명이 5G 서비스를이용하고있다.

또한, 초기 일부 고가의 플래그십 스마트폰만 5G를 지원한 것과 달리 이제

여러 중저가 모델들도 5G 네트워크를 지원하여 완연한 5G 확산기에

접어들고 있다. 우리나라 기업들은 국내에서의 선도적인 5G 시장 전개를

통해 획득한 경험을 바탕으로 글로벌 스마트폰 시장에서 애플과의 양강

체제를 유지하고, 무선 네트워크 시장에서는 전통 강호인 화웨이·에릭슨·

노키아로이어지는삼강체제를흔들어새로운도약을모색하고있다. (그림1참조)

<그림1> 이동통신스마트폰[2], 네트워크장비[3] 글로벌시장점유율

전통적으로수출효자노릇을해온우리나라통신산업의경쟁력을유지하기

위해서는 5G 소재·부품 단위에서의경쟁력을 높여강대국들의 기술패권에

휘둘리지 않도록 정책을 수립·시행하여 제조업 강국의 위상을 공고히 할

필요가 있다. 본 논문에서는 글로벌 5G 칩셋/모듈 시장 현황을 분석하고

국내에서 대응해야 할 주요 이슈에 대해 정책 제언을 하고자 한다.

Ⅱ. 5G 칩셋과 모듈 시장 현황

5G 칩셋은 AP(애플리케이션 프로세서), 모뎀칩, RF칩 등 함께 작동하는

일군의집적회로칩을뜻한다. AP는스마트폰에서명령해석, 연산, 제어등

사람의두뇌역할을하는핵심반도체로서 CPU, 메모리, 그래픽카드(GPU),

저장장치 등 한 개의 칩에 완전 구동이 가능한 시스템이 탑재된다. (그림

2 참조). 모뎀칩은 스마트폰에서 데이터를 송수신(변‧복조 기능 수행 등)

하는데사용되는반도체인데, 모뎀칩과함께 AP까지원칩으로구현한것을

통합칩으로부른다. 삼성전자의엑시노스2100이나퀄컴의스냅드래곤888이

AP와 5G 모뎀칩 기능을 하나로 합친 대표적인 통합칩이다. 이렇게

통합칩으로 구현하게 되면 스마트폰 내에서 차지하는 면적이 줄어들어

내부 설계 및 공간 활용에 장점이 있으며 전력 효율 또한 개선되나 기술

난이도가 높다. 그 외 5G 칩셋 구성 요소인 RF칩은 데이터가 무선으로

송수신될 수 있도록 원하는 주파수(3.5/28㎓ 등)로 변환하고 신호를

증폭하는데사용되는반도체로서세부구성에따라 RF transceiver(주파수

상‧하향변환)와 RF Front-End(신호증폭)로 구분하기도한다. 5G 칩셋의

세부구분별주요업체현황은 <표 1>과같으며, AP 시장점유율은 2020년

3분기 기준 미디어텍, 퀄컴, 하이실리콘, 삼성, 애플 순이다. (그림 3 참고)

<그림 2> 일반적인AP (좌)[4] 및모뎀칩 (우)[5] 구성도

구분 주요 제조업체 대표 모델명 비고 (국가)

애플리
케이션 

프로세서
(AP)

퀄컴 스냅드래곤 865 미국

미디어텍 디멘시티 1000 대만

삼성 엑시노스 990 한국

하이실리콘 기린 900 중국(화웨이)

애플 A14 바이오닉 미국

유니속 타이거 T7510 중국(정부 칭화유니 계열)

모뎀칩

퀄컴 X55 / X65 미국

삼성 엑시노스 모뎀 5123 한국

하이실리콘 발롱 5000 중국(화웨이)

미디어텍 헬리오 M70 대만

통합칩
(AP+

모뎀칩)

퀄컴 스냅드래곤 888 미국

삼성 엑시노스 2100 한국

화웨이 기린 990 중국

미디어텍 디멘시티 1200 대만

RF칩 퀄컴 HG11-P7860-210 미국
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<표 1> 5G 칩셋주요업체현황

<그림3> AP 시장점유율현황(좌)과 RF 칩/부품생태계현황(우)[6]

5G 모듈은 CCTV, 센서, IoT 등 기기에 탑재되어 모뎀(데이터 송수신)

역할을 수행한다. 5G 시대에 접어들어서는 5G 모듈의 중요성이 더욱

커지게되는데, eMBB(초고속) URLLC(초저지연), mMTC(초연결성)의 5G

기술특성을활용하여기존 B2C(Business to Customer) 중심의시장이 B2

B(Business to Business)로 확장되기 때문이다. 예를 들면, 스마트시티/

공장/팜/의료/이동체 분야에 사용되는 다양한 센서, 장비, 로봇들이 5G

모듈 장착을 통해 초연결·지능 및 실시간 제어 기능을 가짐으로써 새로운

융합서비스 시장이 개화되는 것이다. GSA에 따르면 2021년 2월 기준으로

출시된 5G 단말 타입은 절반이 스마트폰이고 모듈은 13% 정도에

불과하지만 (그림 4 참조), 5G 시장이 성숙기에 접어들고 융합시장이

본격적으로 개화하게 되면 5G 모듈 점유율이 늘어나고 단말 형태도 더욱

다양해질 것이다. 5G 모듈의 주요 글로벌 업체 현황은 <표 2>와 같다.

<그림 4> 5G 단말증가추이(좌)와 5G 단말종류(우) [7]

<표 2> 5G 칩셋주요업체현황

Ⅲ. 주요 이슈 및 정책 제언

5G 융합시장은 시장수요와 공급 체계 등 산업 생태계의 동반성장 구조가

아직 미흡하여, 칩셋‧모듈 및 장비 시장이 초기 단계이다. 5G 융합제품의

출시가 늦어지는 이유 중 하나는 제품개발에 필요한 칩셋이 일부 글로벌

기업에 독점 의존하고 있어 4G 대비부품단가가고가에 형성되어서이다.

국내 기업인 삼성전자도칩셋을만들고있지만, 중소기업이 5G 모듈 등의

제품개발에 필요한 기술지원 및 칩셋 가격으로 인해 어려운 상황이었다.

다행히최근고무적인소식은정부의지속적설득끝에국내대기업이 5G

모듈용 칩셋을 중소기업에 라이선스 비용없이 제공하고 컨소시엄을

구성해 5G 융합 생태계의 활성화를 본격화한다는 것이다[8]. 이 기회를

통해 국내에서 통신사가 활성화에 어려움을 겪고 있는 28㎓ 5G를 일본의

로컬 5G 사례를 참고하여 B2B 영역인 특화망으로의 적용을 적극 검토할

필요가 있다. 비록 28㎓ 대역은 전파특성 한계로 인해 커버리지의 제약은

있으나 3.5㎓대비초저지연성을가지므로정밀한제어가요구되는응용에

강점이있다. B2C 영역은 21.3월 일본소프트뱅크가 28㎓ 5G를활용해W

iFi 핫스팟서비스부터시작한사례를참고할필요가있다. 마지막으로 5G

칩셋·모듈 등의 제품 구현에 근간이 되는 3GPP 표준화를 통한 특허

반영과 라이선스 확보는 그간 소·부·장 및 미·중 무역전쟁 사례를

고려하였을 때 그 중요성을 아무리 강조해도 지나치지 않을 것이다.
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구분 주요 제조업체 대표 모델명 비고 (국가)

삼성
엑시노스 RF 5500
엑시노스 SM 5800

한국

코보 QPF4001, QPA2211T 미국(주로 애플향)

스카이웍스 SKY58085-11 미국(주로 애플향)

브로드컴 AFEM-9080-TR1 미국

아나로그디바이스 ADRF5515 미국

안테나

퀄컴 QTM052 미국(RF칩과 통합)

삼성전기 5G폰 내장 안테나 한국(주로 갤럭시향)

우리넷(스카이크로스) 5G폰 내장 안테나 한국(주로 갤럭시향)

업체 폼팩터(형상) 대표 모델명 주요 기능

텔릿

(영국)

FN908/FN980m

(칩셋 라이선스: 
퀄컴)

Ÿ SKT 인증
Ÿ 표준형 M.2 (NGFF) 데이터카드 

폼팩터
Ÿ 국내 최초 28 GHz(FN980m) 및 6 

GHz 대역 지원
Ÿ 국내 최초 SA 및 NSA 모드 지원

퀵텔

(중국)

5G RM510Q-GL

(칩셋 라이선스: 
퀄컴)

Ÿ 5G sub-6GHz and mmWave 
module

Ÿ 52.0mm × 30.0mm × 2.3mm
Ÿ M.2 form factor
Ÿ Max. downlink 4.5Gbps / 

2.9Gbps uplink
Ÿ Extended temperature range of 

-40°C to +85°C

5G RG500Q-EA Ÿ 5G sub-6GHz LGA module
Ÿ 41.0mm × 44.0mm × 2.75mm

업체 폼팩터(형상) 대표 모델명 주요 기능

(칩셋 라이선스: 
퀄컴)

Ÿ LGA form factor
Ÿ Max. downlink 2.5Gbps / 

900Mbps uplink
Ÿ Extended temperature range of 

-40°C to +85°C

LG
이노텍

(한국)

LAM-E800

(칩셋 라이선스: 
퀄컴)

Ÿ 차량용 5G 통신모듈
Ÿ Solution : Qualcomm
Ÿ 3GPP Release 15, 5.9GHz PC5 

interface
Ÿ 40mm(가로) X 50mm(세로) X 

3.5mm(두께)
Ÿ GNSS supported (L1 + L5)
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